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内容概要

本书由两大部分组成。
第一部分阐述电镀添加剂的作用机理，包括添加剂的吸附及在阴极的还原，对镀层光亮的影响，对镀
层整平作用的影响，对镀层物理力学性能的影响以及光亮电镀的理论。
第二部分阐述电镀前处理及电镀各种金属所用添加剂的演变过程，各镀种所用添加剂的结构、性能与
分类，以及各种金属的电镀工艺及其实用添加剂的配方。
    本书适用于所有从事电镀、化学镀的生产，教学和科研人员阅读。
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方景礼，1940年生，福建省建瓯市人。
1962年南京大学化学系毕业，1965年南京大学化学系研究生毕业。
从师于中国化学会创始人、中国科学院院士戴安邦教授。
为澳大利亚金属精饰学会(AIMF)、英国金属精饰学会(IMF)和美国电镀与表面精饰学会(AESF)会员。
是《应用化学》、《表面
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编辑推荐

　　《电镀添加剂理论与应用》适用于所有从事电镀、化学镀的生产，教学和科研人员阅读。
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